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     1. 적용 범위 (Scope)

본 사양서는 Autosplice의 SMT Microminiature RFI Clip 에 한하여 적용한다.

   ( This specification covers the Autosplice SMT Microminiature RFI Clips. )

     2. 제품 설명 (Product Description)

2.1 개요 (Product Summary)

표면 실장 부품인 Autosplice의  Microminiature RFI Clip 은  EMI/RFI Shield 조립에 있어서 자동화를 제시하며,

개별 리셉터클로 구성된 Microminiature RFI Clip 은 수땜방식과는  전혀 다른 비용효과를 가질 수 있다. 

Microminiature은  EIA Tape와 Reel 포장되어  표준 및 고속 장비 모두 적용 가능 하다.

또한 PCB의 어떤부분도  실장 가능 하고, 홀을 증가시킬 필요가 없으며, PCB사용 면적을 줄일 수 있다. 

( The  Autosplice Microminiature RFI Clips are surface mount devices that offer an automated solution

to EMI/RFI shield assembly. As a discrete receptacle component, the Microminiature RFI Clips are a cost-

effective alternative to hand soldering. The Microminiature RFI Clips are packaged in EIA tape

 and reel and are compatible with standard high-speed placement equipment. The clip can be placed 

anywhere on the PCB, eliminating the need for excess holes and saving PCB real estate.)

2.2 구성 (Product Component)
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Pick-up Area

12mmTAPE,13"REEL

SMT Microminiature RFI Clip Packing Unit

Sheild Holder

Pitch .157[4.0]



     2.3 공정 (Process)

1.SMT Microminiature RFI Clip Feed   2.Pick-Up & Mount

 4.Shield Ass'y    3.Reflow
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Pick-Up Nozzle

PC

Solder Paste



 3. 기계적 사양 (Mechanical Specifications)

 3.1 원재료 (Materials)

3.1.1 SMT Microminiature RFI Clip : SUS 301

3.1.2 SMT Tape : PS or PET

3.1.3 Cover Tape : PSA

 3.2 도금 (Platings) :

SMT Micro RFI Clips are plated with  matte Sn  over  Ni 

 4. 성능 (Performance)

4.1 일반적 특성 (General)

4-2 기계적 성능 (Mechanical Performance)

4-3 환경적 성능 (Environmental Performance and Others)
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MODEL
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규 격 (Requirement)

제품도에 따른다

 Refer to Drawing

항목 (Item)

외관 및 치수

Visual and Dimension

조 건 (Test Condition)

항목 (Item) 조 건 (Test Condition) 규 격 (Requirement)

수직방향 25±3mm/min 속도로 측정.
삽입 과 발거를 15회 반복

Insertion Forces : 45.4g
(0.1lb) Min 삽입력, 발거력

Insertion/Withdrawal Force Insert and withdraw shields  at the speed
rate of 25±3mm/minute. 15Cycles.

Withdrawal Forces :
45.4g (0.1lb) Min

No Damage

Heat Temperature : 105±2℃

Duration : 96hours

Room Temperature±1℃

Post Trestment  Duration : 1hour

Post Trestment Temperature :
Appearanc

e

내 열 성
Heat Resistance

외관

항목 (Item) 조 건 (Test Condition) 규 격 (Requirement)

시험온도 : 105±2℃

시험시간 : 96 시간

후처리 온도 : 실온±1℃

후처리 시간 : 1시간

변형없을것
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Appearance No Damage

Relative Humidity : 90~95%

Duration : 96hours

Post Treatment Relative Temperature :

Room Temperature±1℃

Post Treatment  Duration : 1~2 hours

외관 변형없을것

후처리 시간 : 1이상 2시간 이내
내 습 성
Humidity

시험 온도 : 60±2℃

상대 습도 : 90~95%

시험시간 : 96 시간

후처리 온도 : 실온±1℃

Temperature : 60±2℃
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항목 (Item) 조 건 (Test Condition) 규 격 (Requirement)

온도 변화 시험
Temperature Cycling

시험 저온 온도 : -55±2℃

외관 변형없을것

시험 고온 온도 : 105±2℃

저고온 이행시간 : 3분 이내

시험 사이클 :-55℃ 30분 → 가열 3분

→ 105℃ 30분/1사이클, 5회 반복

후처리 온도 : 실온±1℃

Low Temperature : -55℃ ±2℃

Appearance

후처리 시간 : 1이상 2시간 이내

Post Treatment  Duration : 1~2 hours

Cycle : -55℃,30min → Heating,3 min

→ 105℃,30min / 1Cycle, 5Cycles

Post Treatment Relative Temperature :

Room Temperature±1℃

진동 시험
Vibration

외관 변형없을것

Appearance No Damage

Duration : 6hours (2hours each X,Y,Z axis)

Amplitude : 1.5mm P-P

진동수 : 10-55-10Hz/분

진동 시간 : 3축 방향 (X,Y,Z)  각 2시간

진폭 : 1.5mm P-P

Sweep time: 10-55-10Hz in minute

No Damage

High Temperature : 105℃±2℃

Cooling or Heating Time: 3minutes Max.



5. 치수 (Product Dimensions)

 도면 참조 (Refer to the drawing.)

규 격 (Requirement)

외관 변형없을것

Appearance No Damage

MODEL
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Duration : 6ms

항목 (Item) 조 건 (Test Condition)

Acceleration : 490㎨ (50G)

PRODUCT SPECIFICATION A

낙하시험
Drop

외관

Cycle : 3 strokes in each X,Y,Z axes

가속도 : 490㎨ (50G)

작용시간 : 6ms

Appearance

충격시험
Shock

충격회수 : X,Y,Z 방향 각 3회

Observation

높이 : 50㎝ , 100㎝, 150㎝

작용 방향: Z 방향 관찰

충격횟수 : 각 3회

Height : 50㎝ , 100㎝, 150㎝

Direction : Z axis 

Times : 3 times
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